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摘要(译)

提供了用于单元件超声换能器的方法和系统。 在一个实施例中，超声换
能器包括：压电层，匹配层，匹配层的一个表面电耦合到压电层的顶表
面，并且匹配层的另一表面在硅的正面内形成信号垫。 所述超声换能
器，以及电耦合到所述压电层的底表面的基础封装，所述基础封装水平
和横向地延伸以形成与所述超声换能器的正面平行的所述超声换能器的
背面，并且相对于所述超声换能器垂直地延伸。 超声换能器的背面以在
超声换能器的正面内形成接地垫。 以这种方式，换能器可以坚固地工作
并且可以自动地安装到具有印刷电路的平坦基板上。
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